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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung befallt sich Multiresonanzplat-
ten, insbesondere mit der Signalzufiihrung und Signal-
aufbereitung bei solchen Multiresonanzplatten.

Stand der Technik

[0002] Multiresonanzplatten zur Schallabstrahlung
sind im Stand der Technik bekannt und umfassen im we-
sentlichen ein flaches Klangpaneel, welches von wenig-
stens einem mit dem Klangpaneel verbundenen elektro-
dynamischen Treiber angetrieben wird. Nahere Einzel-
heiten zum Aufbau und der Wirkungsweise solcher auch
unter der Abklrzung DML bekannten Multiresonanzplat-
ten sind beispielsweise den Schriften DE 19757097 und
DE 19757098 entnehmbar.

[0003] DML sind auch aus der DE 2 112 516 B und
WO 97/09861 A bekannt, die die Merkmale des Oberbe-
griffs von Anspruch 1 offenbaren.

[0004] Sollen derartige Multiresonanzplatten zur Wie-
dergabe von Schallereignissen eingesetzt werden, ist es
notwendig, eine entsprechende Treiberelektronik vorzu-
sehen, mit welcher die empfangenen oder generierten
Tonsignale aufbereitet werden , bevor Sie den Treibern
zur Verfligung gestellt werden. Da bei dieser Technik die
Multiresonanzplatten zwar auch als einzelne Schallwie-
dergabeanordnungen eingesetzt werden kénnen, haupt-
sachlich aber als sogenannte Schallwande mit einer Viel-
zahl von nebeneinander angeordneten und verbunde-
nen Multiresonanzplatten betrieben werden, wird gemaf
dem Stand der Technik die Treiberelektronik im wesent-
lichen von einem Verstarker und von in den jeweiligen
Signalweg integrierten Weichen gebildet. Diese Technik
ist aber in mehrfacher Hinsicht nachteilig, da die ver-
schiedenen Einzelkomponenten zur Ermoglichung einer
vielseitigen Anwendung in ihren jeweiligen Einzeldaten
Uberdimensioniert ausgebildet sein mussen. Je nach An-
wendung kann dies, da Treiberleistungen zwischen etwa
10 und 100 Watt Gibertragen werden mussen, bedeuten,
dafR beispielsweise besondere Steckverbindungenim Si-
gnalweg, extrem verlustarme Kabel, aufwendige Ab-
schirmungen, groRe Leistungsreserven oder grofie
Spielrdume bei den Impedanzen erforderlich werden.
[0005] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, eine Multiresonanzplatte anzugeben, welche den
Aufwand flr die Treiberelektronik vereinfacht.

Darstellung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird mit den in Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmalen geldst. Vorteilhafte Aus- und
Weiterbildungen sind den Anspriichen 2 bis 9 entnehm-
bar.

[0007] Wird gemalR Anspruch 1 die gesamte Treiber-
elektronik im Luftvolumen der jeweiligen Multiresonanz-
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platte integriert, kann oder kénnen die jeweiligen Multi-
resonanzplatten ohne grofen Aufwand miteinander und/
oder mit einer Tonsignale empfangenden oder generie-
renden Tonsignalquelle verbunden werden. Hierbei wird
aber nicht ausgeschlossen, dal} bei Multiresonanzplat-
ten, die zu einer Schallwand kombiniert sind, jede dieser
Multiresonanzplatten eine vollstandige Treiberelektronik
im Luftvolumen aufweist. Vielmehr kann in diesem Fall
die komplette Treiberelektronik flir solche Multiresonanz-
platten einer Schallwand, die beispielsweise zur Abstrah-
lung im Hochtonbereich optimiert ausgebildet sind, auf
die Luftvolumina der diesen Tonbereich wiedergeben-
den Multiresonanzplatten verteilt sein. Von ganz beson-
derem Vorteil ist es, wenn die Aufhangung, welche die
Multiresonanzplatte mit dem Rahmen verbindet, das zwi-
schen Rahmen und Multiresonanzplatte befindliche Luft-
volumen hermetisch einschlieRt, denn in diesem Fall
kann die Multiresonanzplatte und die im Luftvolumen an-
geordnete Treiberelektronik auch problemlos in explosi-
onsgefahrdeten oder umwelt- bzw. klimabelasteten Ab-
hérraumen betrieben werden.

[0008] Unter der Treiberelektronik werden im Zusam-
menhang dieser Anmeldung im wesentlichen die folgen-
den Komponenten verstanden: Die Audioelektronik, die
Endverstarker und die jeweiligen Weichen zur Frequenz-
trennung enthalt. Ferner die Kommunikationselektronik,
welche fur die Verbindung zwischen der Audioelektronik
und einer Tonsignalquelle und/oder bei mehreren, bei-
spielsweise zu einer Schallwand kombinierten Multire-
sonanzplatten fir die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Multiresonanzplatten zusténdig ist oder wel-
che beiim Dialog gefiihrten Befehlseingaben die Schnitt-
stelle zwischen den von einem Benutzer generierten Be-
fehlen und der Treiberelektronik und/oder einer mit der
Multiresonanzplatte in Verbindung stehenden Multime-
diazentrale bildet. Und schlieBlich eine Akkupufferung,
welche mit der Gbrigen Treiberelektronik in Verbindung
steht. Um mdglichen Zweifeln in diesem Zusammenhang
vorzubeugen, sei schon an dieser Stelle daraufhingewie-
sen, dal die Treiberelektronik nicht notwendig samtliche
der oben angefiihrten Komponenten umfassen mufR.
Dies bedeutet, dal beispielsweise die Akkupufferung
nicht realisiert sein muf}, wenn die Spannungsversor-
gung in der Lage ist, auch Spitzenleistungen abzudek-
ken.

[0009] Umfallt gemal Anspruch 2 die jeweilige Trei-
berelektronik einen auf den jeweiligen Treiber zuge-
schnittenen Endverstarker, kann dieser in Hinblick auf
den anzutreibenden Treiber optimiert ausgelegt werden.
Diese Optimierung der Endverstérker hat gegentber der
herkémmlichen Technik, bei welcher in der Regel ein
Verstarker einen oder eine Mehrzahl von Treibern speist,
den Vorteil, daBl die erfindungsgemafen Endverstarker
keine Leistungsreserven aufweisen miissen, da im Ge-
gensatz zum Stand der Technik, wo die Kombination zwi-
schen Verstarker und Treibern oft vom Endverbraucher
realisiert wird, Verstarker und Treiber eine Einheit bilden.
Diese Einheitsbildung hat auch den Vorteil, daR die Kom-
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ponenten aufeinander abgestimmt sind, womit eine Op-
timierung der verschiedenen Komponenten méglich und
eine gegenseitige zerstérende Wirkung zwischen diesen
Komponenten ausgeschlossen ist.

[0010] Ist gemafl Anspruch 3 die Treiberelektronik mit
elektronischen Filternin analogem oder digitalem Aufbau
ausgestattet, kann die Frequenztrennung unter Nutzung
der den jeweiligen Treibern zugeordneten Endverstar-
kern sehr 6konomisch ausgefiihrt werden. Insbesondere
entfallt die sonst bei den Anordnungen gemal dem
Stand der Technik zur Frequenztrennung notwendige
Leistungselektronik.

[0011] Wird gemaR Anspruch 4 die Treiberelektronik
von einer Gleichspannungsquelle gespeist, kann -wie
nochim Zusammenhang mit Anspruch 8 ausgefiihrt wer-
den wird- die Spannungversorgung zusammen mit den
Tonsignalleitungen, welche die Treiberelektronik mit der
Tonsignalquelle verbinden, erfolgen. Auflerdem sind im
Gegensatz zur Spanungsversorgung von Verstarkern
durch Netzspannung bei der erfindungsgemaflen
Gleichstromversorgung in Niederspannungstechnik of-
fene Stecker oder Buchsen in bezug auf gesundheitliche
Schédigungen weitgehend unproblematisch.

[0012] Dieinsbesondere bei Treibernim Tieftonbreich
impulsweise notwendigen Spitzenleistungen bedingen
dann keine Aufweitung der Spannungversorgung, wenn
gemaf Anspruch 5 im Luftvolumen ein Akku mit gleich-
stromgespeister Ladeelektronik integriert ist, welcher bei
Abforderung von Spitzenleistungen diese bereitstellt. Ist
der Akku noch durch einen parallel geschalteten Kon-
densator unterstitzt, wird eine besonders verzerrungs-
arme Wiedergabe seltener Impulsereignisse gewahrlei-
stet. AulRerdem wird durch die Akkupufferung erreicht,
dal in Notfallen beispielsweise bei Ausfall der Gleich-
spannungsversorgung die Multiresonanzplatten noch ei-
nige Zeit einsatzbereit bleiben und zur Sicherung etwa
von Fluchtwegen beitragen kénnen. Ein Absinken des
Ladezustandes des Akkus unter einen kritischen Lade-
zustand, etwa durch die Abforderung von Spitzenleistun-
gen Uber einen langeren Zeitraum wird durch die Lade-
elektronik ausgeschlossen, welche bei Erreichen dieses
Zustandes eine automatische Lautstérkeregelung mit
Dynamikkompensation aktiviert.

[0013] Ganzbesonders vorteilhaftist es, wenn gemafn
Anspruch 7 die (erste) Schnittstelle, welche zur Verbin-
dung der Treiberelektronik mit der Tonsignalquelle dient,
als busfahige Schnittstelle ausgebildet wird, weil in die-
sem Fall die Multiresonanzplatten tberall dort betrieben
werden koénnen, wo entsprechende Busleitungen zur
Verfligung stehen. Mit anderen Worten, hierdurch wird
bei entsprechender Bustechnologie die Multiresonanz-
platte zum alleinigen Endgerat.

[0014] Wird der jeweilige Endverstarker von einer
Gleichstromquelle gespeist, kann gemaR Anspruch 8 die
zur Multiresonanzplatte gefiihrte Busleitung gleichzeitig
auch die Spannungsversorgung mit umfassen. Hier-
durch wird ein sehr flexibler Betrieb der Multiresonanz-
platten erreicht.
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[0015] IstgemaR Anspruch 9 eine weitere Schnittstelle
vorhanden, die zur Vernetzung zwischen mehreren Mul-
tiresonanzplatten und/oder zum Empfang und Weiterlei-
tung von im Dialog gefiihrten Befehlseingaben ausge-
stattet ist, kann beispielsweise Uber eine zweite Schnitt-
stelle die Kommunikation mit dem Endverstarker oder
einer Multimediazentrale gefihrt werden. Aus Griinden
der Flexibilitat sollte die Kommunikation drahtlos, etwa
in Infrarottechnik ausgefiihrt sein.

Kurze Darstellung der Figuren

Es zeigen:
[0016]
Fig. 1  eine Multiresonanzplatte im Seitenschnitt; und

Fig. 2 eineEinbausituation einer Multiresonanzplatte.

Wege zum Ausfiihren der Erfindung

[0017] Die Erfindung soll nun an Hand der beiden Fi-
guren naher erlautert werden

[0018] In Fig. 1 ist eine Multiresonanzplatte 10 im Sei-
tenschnitt gezeigt, wobei aus darstellungstechnischen
Grinden die wahren Abmessungen einer solchen Multi-
resonanzplatte 10 nicht gezeigt sind. Wie schon in an-
deren Anmeldungen der Anmelderin erlautert, wird auch
diese Multiresonanzplatte 10 von einer Kernschicht 11
und zwei Deckschichten 12.1 und 12.2 gebildet, indem
diejenigen Oberflachen der Kernschicht 11, welche die
gréRte Flachenausdehnung haben, mit den Deckschich-
ten 12.1, 12.2 verbunden sind. Ferner steht mit der Mul-
tiresonanzplatte 10 wenigstens ein Treiber 13 in Verbin-
dung, welcher die Multiresonanzplatte 10 in Schwingun-
gen versetzt. Der in Fig. 1 gezeigte Treiber 13 ist bei-
spielhaft angegeben worden, so dal von seiner Ausge-
staltung und Positionierung keine Beschréankungen aus-
gehen.

[0019] Ferner wird die Multiresonanzplatte 10 mit seit-
lichem Abstand zu den Schmalseiten 14 der Kernschicht
11 von einem Rahmen 15 umgeben, so dal} zwischen
den Schmalseiten 14 und dem Rahmen 15 ein Luftvolu-
men 16 verbleibt. Die Multiresonanzplatte 10 istim Rah-
men 15 aufgehangt. Die hierflir erforderliche Aufhan-
gung 17 wird vorliegend von den beiden Deckschichten
12.1, 12.2 realisiert, indem diese beiden Deckschichten
12.1, 12.2 bis zum Rahmen 15 geflihrt und mit diesem
verbunden sind. Dadurch, daf3 die Aufhdngen 17 in der
Form der beiden Deckschichten 12.1, 12.2 umlaufend
mit dem Rahmen 15 verbunden sind, wird das Luftvolu-
men 16 hermetisch eingeschlossen, so daf lediglich die
AufRenflachen des Rahmens 15 und der Deckschichten
12.1, 12.2 Umwelteinflissen ausgesetzt sind. Da die
letztbenannten Flachen mit sehr einfachen Mitteln gegen
Klima- oder Schadstoffeinfliisse resistent gemacht wer-
den kénnen, kénnen die erfindungsgemaf ausgebilde-
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ten Multiresonanzplatten 10 auch weitgehend unabhan-
gigvonden sonstigenim Inneren der Multiresonanzplatte
10 angeordneten Bauteilen problemlos auch schwierig-
sten Bedingungen ausgesetzt werden.

[0020] Nurder Vollstédndigkeit halber sei darauf hinge-
wiesen, dall die Aufhangungen 17 im mit dem Rahmen
15 verbundenen Zustand unter Spannung stehen kén-
nen. Hierdurch a6t sich mit der Multiresonanzplatte 10
-wie schon im Zusammenhang mit einer anderen Anmel-
dung der Anmelderin ausgefiihrt- eine besonders gute
Tieftonwiedergabe herbeifiihren.

[0021] Wie der Fig. 1 weiter entnehmbar ist, ist die ge-
samte Treiberelektronik 18 im Luftvolumen 16 unterge-
bracht. Diese Treiberelektronik 18, welche ggf. auch mit
einem Uberlastschutz (nicht dargestellt) versehen sein
kann, umfalt vorliegend einen auf den Treiber 13 opti-
mierten Endverstarker 18.1 und eine Filteranordnung
18.2. Auf die Vorteile, welche mit der gegenseitigen An-
passung von Treiberelektronik 18 und Treiber 13 verbun-
den sind, wurde bereits hingewiesen. Um eventuell in
diesem Zusammenhang aufkommenden MiRverstand-
nissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dal bei
mehreren mit der Multiresonanzplatte 10 verbundenen
Treibern 13 aus Kostengriinden derin der Multiresonanz-
platte 10 integrierte Endverstarker 18.1 auch eine Mehr-
zahl von Treibern 13 versorgen kann. Auch kann die Er-
findung so modifiziert sein, daR ein Endverstarker 18. 1
bei Nebenordnung von mehreren Multiresohanzplatten
10 Treiber 13 von verschiedenen Multiresonanzplatten
10 speist.

[0022] Wird der Rahmen 15 beispielsweise aus Metall
gebildet und/oder mit Kiihlrippen (nicht dargestellt) ver-
sehen, ist fiir eine gute Warmeabfuhr von der Treiber-
elektronik 18 gesorgt.

[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn dem jeweili-
gen Endverstarker 18.1 keine Netzspannung, sondern
Gleichspannung zugeflihrt wird. Hierdurch wird nicht nur
ein erheblicher Beitrag zur Berihrsicherheit von offenen
Anschlissen geleistet, sondern auch die Mdglichkeit ge-
schaffen, die Spannungsversorgung und die Tonsignale
in einem Kabelstrang 19 zu integrieren. Da i.u. die Si-
gnalverstarkung bei der erfindungsgemafen Anordnung
erst in der Multiresonanzplatte 10 selbst erfolgt, kann im
Gegensatz zu Multiresonanzplatten 10, welche Uber kei-
nen in der Multiresonanzplatte 10 integrierten Verstarker
verfligen, der Aufwand fur die Tonsignalkabel (nicht dar-
gestellt) erheblich reduziert werden.

[0024] Ferneristim Luftvolumen 16 gemaR Fig. 1 noch
ein Akku 20 integriert, welcher Uber eine gleichstromge-
speiste Ladeelektronik verfugt. Dieser Akku 20 hat die
Aufgabe, den oder die Treiber 13 bei Abforderung von
Spitzenleistungen mit der notwendigen Spannung zu
versehen. Werden keine Spitzenleistungen abgefordert,
wird der Ladezustand des Akkus 20 Uberpriift und ggf.
eine Nachladung bewirkt. Letzteres kann beispielsweise
so realisiert sein, daf’ bei Eintritt eines Niedrigstandes
zur Ladung des Akkus 20 eine automatische Lautstarke-
absenkung mit Dynamikkompression aktiviert wird. Ist
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der Akku 20 mit einem parallelgeschalteten Kondensator
(nicht gezeigt) versehen, wird eine besonders verzer-
rungsarme Wiedergabe seltener Impulsereignisse si-
chergestellt. Dartber hinaus kann die mit dem Akku 20
in Verbindung stehenden Elektronik so modifiziert sein,
dafd bei Ausfall der externen Gleichstromquelle (nicht ge-
zeigt) die Tonwiedergabe mittels des Akkus 20 noch si-
chergestellt werden kann. Letzteres hatinsbesondere flr
die Sicherung von Fluchtwegen besondere Bedeutung,
da hierdurch wichtige Durchsagen noch mdglich bleiben.
[0025] InFig.2istder Rahmen 15 einer Multiresonanz-
platte 10 gemaR Fig. 1 vergroRert dargestellt. Diese Mul-
tiresonanzplatte 10 weist im Luftvolumen 16 nicht nur
einen Endverstarker 18.1 und einen Akku 20, sondern
auch eine erste und eine zweite Schnittstelle 21.1 und
21.2 auf. Die Zuflihrung von Tonsignalen erfolgt Giber die
erste Schnittstelle 21.1, indem die Schnittstelle 21.1 mit
dem Stecker 22 des Kabelstrangs 19 verbunden wird.
Sofern diese Schnittstelle 21.1 ausschlieRlich zur Ver-
sorgung mit Tonsignalen vorgesehen ist, kann die ge-
zeigte Schnittstellen-/Steckerkombination beispielswei-
se als Glasfaser- oder Busverbindung ausgefihrt sein.
Aber auch eine herkdmmliche Verbindung Uber Laut-
sprecherbuchsen und Lautsprecherstecker ware még-
lich. Ganz besonders vorteilhaft ist dabei die Ausbildung
der Schnittstellen-/Steckerkombination als Busverbin-
dung, da in diesem Fall Uber diese Anordnung nicht nur
die Tonsignale, sondern auch die Spannungsversorgung
erfolgen kann.

[0026] Erfolgt Gber die erste Schnittstelle 21.1 aus-
schlie3lich die Spannungsversorgung des Endverstar-
kers 18.1 und des Akkus 20, ist eine zweite Schnittstelle
erforderlich, Uber welche dem Endverstarker 18.1 die
Tonsignale zugefiihrt werden kénnen. Durch diese Tren-
nung von Tonsignal- und Spannungszufiihrung wird es
mdglich die Tonsignalzuflihrung auch drahtlos auszufiih-
ren, indem etwa die zweite Schnittstelle 21.2 als Infra-
rotsensor ausgebildet wird.

[0027] Aber auch wenn die Versorgung der Multireso-
nanzplatte 10 mit Spannung und Tonsignalen aus-
schlief3lich Uber die erste Schnittstelle 21.1 erfolgt, kann
die zweite Schnittstelle 21.2 zur Vernetzung zwischen
mehreren Multiresonanzplatten 10 und/oder Weiterlei-
tung von im Dialog gefiihrten Befehlseingaben genutzt
werden. Ist dazu die zweite Schnittstelle 21.2 beispiels-
weise als Empfangssensor einer drahtlos arbeitenden
Ubertragungsanordnung ausgestattet, kdnnen von die-
ser so ausgestatteten Schnittstelle 21.2 benutzeraktivier-
te und beispielsweise mit einer Fernbedienung ausgelo-
ste Befehle empfangen und an den Endverstarker 18.1
oder an eine Uber die erste -busfahige- Schnittstelle 21.1
verbundene Multimediazentrale (nicht gezeigt) weiterge-
leitet werden.

Patentanspriiche

1. Multiresonanzplatte 10
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mit einer Einheit, welche aus einer Kernschicht (11)
und zwei Deckschichten (12,1, 12.2) gebildet ist, wo-
bei die Deckschicliten (12.1, 12.2) mit einander ge-
genuberliegenden Oberflachen der Kernschicht (11)
verbunden sind,

mit einem Rahmen (15), der die Einheit unter Belas-
sung eines Luftvolumens (16) umrandet,

mit einer Aufhdngung (17), welche die Einheit mit
dem Rahmen (15) verbindet und dabei das Luftvo-
lumen (16) einschlief3t, und

mit wenigstens einem elektromagnetischen Treiber
(13), der auf die Einheit wirkt,

dadurch gekennzeichnet,

daB im Luftvolumen (16) die gesamte Treiberelek-
tronik (18, 18.1, 18.2) integriert ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 1

dadurch gekennzeichnet,

daB die Treiberelektronik (18) einen auf den jewei-
ligen Treiber (13) optimierten Endverstarker (18.1)
umfafit.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 1 oder Anspruch
2,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Treiberelektronik (18) eine Filteranordnung
(18.2) aufweist.

Multiresonanzplatte nach einem der Anspriiche 1 bis
3

dadurch gekennzeichnet,

daB die Treiberelektronik (18) von einer Gleichspan-
nungsquelle gespeist ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 4

dadurch gekennzeichnet,

daB im Luftvolumen (16) ein Akku (20) mit gleich-
stromgespeister Ladeelektronik integriert ist.

Multiresonanzplatte nach einem der Ansprliche 1 bis
5

dadurch gekennzeichnet,

daB die Treiberelektronik (18) eine erste Schnittstel-
le (21.1) aufweist, die wenigstens mit einer Tonsi-
gnalquelle verbindbar ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 6

dadurch gekennzeichnet,

daB die erste Schnittstelle (21.1) eine busféhige
Schnittstelle ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 6 oder 7
dadurch gekennzeichnet,

daB die erste Schnittstelle (21.1) auch den Gleich-
spannungsanschlufl umfafit.

Multiresonanzplatte nach einem der Anspriiche 1 bis
8
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dadurch gekennzeichnet,

daB eine zweite Schnittstelle (21.2) vorhanden ist,
die zur Vernetzung zwischen mehreren Multireso-
nanzplatten (10) und/oder zum Empfang und zur
Weiterleitung von im Dialog gefiihrten Befehlseinga-
ben ausgestattet ist.

Claims

A multi-resonant panel (10) including a unit, which
is constituted by a core layer (11) and two cover lay-
ers (12.1, 12.2), the cover layers (12.1, 12.2) being
connected to opposing surfaces of the core layer
(11), a frame (15), which surrounds the unit leaving
an air volume (16), a mounting (17), which connects
the unit to the frame (17) and thus encloses the air
volume (16) and at least one electromagnetic driver,
which acts on the unit, characterised in that the
entire driver electronic system (18, 18.1, 18.2) is in-
tegrated in the air volume.

A multi-resonant panel as claimed in Claim 1, char-
acterised in that the driver electronic system (18)
includes a final amplifier (18.1) optimised to the driv-
er (13).

A multi-resonant panel as claimed in Claim 1 or 2,
characterised in that the driver electronic system
includes a filter arrangement (18.2).

A multi-resonant panel as claimed in one of Claims
1 to 3, characterised in that the driver electronic
system (18) is energised by a direct current source.

A multi-resonant panel as claimed in Claim 4, char-
acterised in that an accumulator (20) with a charg-
ing electronic system fed with direct current is inte-
grated in the air volume (16).

A multi-resonant panel as claimed in one of Claims
1 to 5, characterised in that the driver electronic
system (18) includes a first interface (21.1), which is
connectable with at least one audio signal source.

A multi-resonant panel as claimed in Claim 6, char-
acterised in that the first interface (21.1) is a bus
capable interface.

A multi-resonant panel as claimed in Claim 6 or 7,
characterised in that the first interface (21.1) also
includes the direct current connector.

A multi-resonant panel as claimed in one of Claims
1 to 8, characterised in that a second interface
(21.2) is present, which is equipped for networking
between a plurality of multi-resonant panels (10)
and/or for receiving and for forwarding on instruction
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inputs conducted in dialogue. prévu une deuxiéme interface (21.2) qui est réalisée
pour étre mise en réseau entre plusieurs panneaux
multirésonants (10) et/ou pour recevoir et transmet-

Revendications tre des instructions entrées en mode dialogue.

1. Panneau multirésonant (10)
comportant une unité qui est formée par une couche
centrale (11) et deux couches de protection (12.1,
12.2), les couches de protection (12.1, 12.2) étant
assemblées a des surfaces opposées de la couche 10
centrale (11),
comportant un cadre (15), qui borde I'unité en lais-
sant un volume d’air (16),
comportant une suspension (17), qui assemble 'uni-
té au cadre (15) et entoure dans ce cas le volume 15
d’air (16), et
comportant au moins un excitateur (13) électroma-
gnétique, qui agit sur l'unité,
caractérisé en ce que
la totalité de I'électronique d’excitation (18, 18.1, 20
18.2) est intégrée dans le volume d’air (16).

2. Panneau multirésonant selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que I'électronique d’excitation (18)
comporte un amplificateur final (18.1) optimisé par 256
rapport a I'excitateur (13) correspondant.

3. Panneau multirésonant selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que I'électronique d’excitation
(18) comporte un systeme de filtrage (18.2). 30

4. Panneau multirésonant selon I'une quelconque des
revendications 1 a 3, caractérisé en ce que I'élec-
tronique d’excitation (18) est alimentée par une sour-
ce de tension continue. 35

5. Panneau multirésonant selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce qu’un accumulateur (20) avec une
électronique de charge, alimentée par un courant
continu, est intégré dans le volume d’air (16). 40

6. Panneau multirésonant selon I'une quelconque des
revendications 1 a 5, caractérisé en ce que I'élec-
tronique d’excitation (18) comporte une premiere in-
terface (21.1), qui peut étre reliée au moins a une 45
source de signaux audio.

7. Panneau multirésonant selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que la premiere interface (21.1) est
compatible a un bus. 50

8. Panneau multirésonant selon la revendication 6 ou
7, caractérisé en ce que la premiéere interface
(21.1) comporte également le port pour la tension
continue. 55

9. Panneau multirésonant selon I'une quelconque des
revendications 1 a 8, caractérisé en ce qu’il est
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